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Cleaning
Oxidation

Structuring
Etching

Litho Coating Bonding Packaging Test

Microsystems Fabrication Facility, OST Campus Buchs

620 m2 cleanroom area with ISO 5-7

▪ RR4: Experimental cleanroom

▪ RR6: Dry etching (ISO 6/7)

▪ RR7: Litho (ISO 5), Cleaning (ISO 6), Coatings 1 (ISO 7), Coatings 2 (ISO 7), 
Metrology (ISO 6)

Infrastructure and equipment for 4"- 8" wafers (100-200mm substrates)
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Temperatur

Druck Feuchtigkeit

Sensoren, Aktoren in 

Prozesstechnologie

Spritzguss 300°C, 1200 bar

Automobilanwendungen

Zuverlässigkeit

Produktqualifikation AEC-Q100

Löten, z.B. Reflow 220°C

Trocknen 24h 150°C

Warum raue Umweltbedingungen?

0%rH bis 100%rH200 MPa IC Package Stress

Ultrahochvakuum

Medizinaltechnik

Sterilisation Autoklav

Beispiel 1: Dynamic Mold

Beispiel 2: Lichtquelle Endoskop

Beispiel 3: Automobilstromsensor

(*)

(*) weitere mech. oder chem. Beanspruchung
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DynamicMold® Technologie von matriq AG (NTB Spin-Off)

DM-date Formeinsätze bieten die erste echte digitale Version der klassischen 

Datumsstempel für den Spritzguss. 

MEMS-Prozesse auf speziellen Materialien

DM_date® 

injection mold

insert

Keramik Chip mit 

MEMS-Strukturen
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Umgebungsbedingungen für die MEMS-Seite des Chips

- div. Kunststoffmaterialien z.B. PS,PP, PC, ABS, usw.

- Faserverstärkte Kunststoffe

- Schmelze-Temperaturen bis zu 300°C

- Werkzeugtemperatur bis 100°C

- Formdruck bis 1200bar

- Markierzeit 100ms

PP schwarz recycling PP schwarz PP ohne Farbstoffe PC mit 10% Glasfaser

DynamicMold® Technologie von matriq AG (NTB Spin-Off)

MEMS-Prozesse auf speziellen Materialien
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Keramik als Substrat

Herausforderung: Thermische und chemische Eigenschaften 

Prozessentwicklung mit Ursachen-Identifikation und -Behebung

MEMS-Prozesse auf speziellen Materialien

Multilayer Keramikchip

✓ Konditionierung Substratmaterial

✓ Reinigungs- und Trocknungsprozess

✓ Temperatur und Vakuum

Haftung

Therm. Dehnung Blasenbildung

Porosität

S. Huber, Trends in Micro/Nano: Mikrosysteme für raue Umweltbedingungen, 25 Mai 2023



Lichtquelle für Endoskop
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Lichtquelle für Endoskop
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Not OK old un-optimised

process showing water and

debris in the cavity after 500 

cycles

Mission Profile

✓ mind. 2000 Zyklen 

Autoklavierung und Trocknung 

✓ 134C, 100%rH bis 0%rH 

✓ 0.3 bar bis 2 bar

Saphire 

Glasfritt

Al2O3 spacer

Solder

Al2O3 substrate

LED Conductive epoxy Wirebond

Metalization

Prozessentwicklung und -Optimierung

OK new optimised process showing 

no debris in the cavity after 4250 

cycles



Package Stress bei 20°C

Integrierter Stromsensor

Problem: Unvorhersehbare Umweltbedingungen

Temperatur, Feuchtigkeit, externe Kraft

Änderung Package Stress

Piezoresistivität, Piezo-Hall Effekt

Änderung der Empfindlichkeit

Lösung: Kompensation
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Aktive Kompensation parasitärer Effekte

S. Huber et al., TRANSDUCERS, 2019

Multisensor 
Hall, Stress, 
Temperatur

3D Modell
Digitaler Zwilling

Kalibration 

und Test

Parameter-Extraktion
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Take-Home Message 

▪ Raue Umweltbedingungen in vielen Anwendungen 

▪ Medizintechnik 

▪ Automobil 

▪ Prozesstechnologie

▪ Spezialanwendungen (Hoch/Niedertemperatur, Vakuum), uvm.  

▪ Mission Profile → Lösungsansatz

▪ Beispiele robuster Mikrosysteme  

▪ Endoskop-Lichtquelle: Beständige, hermetische Materialien und 

Verbindungen 

▪ Polymer-Marking im Spritzguss: Multilayer Keramik-Chips →

Harsh MEMS

▪ Integrierter Stromsensor: Aktive Kompensation parasitärer 

Effekte 
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